
1. はじめに

タツモ（株）は、岡山県の西部に位置する自然環境に恵まれた

のどかな町、井原市に本社を置く半導体・液晶製造装置、精

密金型の設計・製作・販売を主業務とするメーカーである。当

社は、1972年に関連会社の企画推進部門から設計担当者3名

で独立し、スタートした。当時は、設備の保守・省力機器の開

発を主業務としていたので、さまざまな自動化装置を手がけて

いた。その中の秀作にウエハー搬送ロボットを手がけるキッカ

ケとなったレジスト塗布装置があった。この装置なくして現在の

ウエハー搬送ロボットを語ることはできない。

2. レジスト塗布装置の開発

当時の半導体製造装置は、ほとんどが外国製の装置で、価格

が高く・部品入手が難しく・サービスが悪いということで、多くのデ

バイスメーカーでは国産化もしくは内作化を進めていた。取引先

のデバイスメーカーでもできれば国産のレジスト塗布装置を購入し

たいということだったが、いろいろ調査をした結果、要求される仕

様を満足する適当な装置がないことがわかり、取引があった当社

に装置の開発の依頼があった。半導体関連は今後大きく成長

する産業であるとの判断で、装置の受注を決断し早速プロジェク

トを発足し開発に着手していった。1979年のことだった。

当時参考にしたのが米国GCA社のウエハートラック。ウエハー

の搬送をエアーを噴出して行う独自の構造で、当時の最先端の

レジスト塗布装置だった。最初の試作機はこのエアーベアリン

グ搬送を採用して開発を行ったが、ウエハーのガイドへの衝突

による破損・ベーク部での張りつき・発塵等多くの問題を発生

し、設計変更も何度となく繰り返した。それでも、何と

かその年の暮れに装置を完成させ納入した。しかし、

納入してからもランニング運転・プロセス条件出し等で

次から次に問題が発生し、徹夜の連続で対応してい

った。そして約半年間の悪戦苦闘の末、やっと装置を

引き渡すことができた。

『艱難辛苦汝を玉にす』といわれるように、このときのユ

ーザーからの苦情処理、要求への対応など、生みの苦

しみともいうべき経験は、すべてその後の技術や装置

開発・販売に多大な影響を与えていったと考えている。

3. セミコン・ジャパン 1980への出展

この装置がユーザーで評価を得、タツモは半導体装

置業界に参入する決断をした。1980年には、この試作機をベ

ースに改善を重ね、全自動レジスト塗布装置“TR4000シリーズ”

を開発、セミコン・ジャパンに出展し販売を開始した。この装置

は、エアーベアリング搬送に加え、ベーク部の搬送にウオーキン

グビームを採用し、コンパクトUターン構造の当時としては画期

的な装置で、展示会では初日から大好評でいつも黒山の人だ

かりだった。

翌年には全ての搬送をメカ式で行うスピンコーター“TR5000シ

リーズ”を開発し販売を開始した。当時のウエハー搬送はOリ

ングべルト搬送・エアーベアリング搬送がほとんどだったが、よ

り確実でクリーンな搬送が求められており、タツモはこの要求に

応える装置として、メカ式搬送を全面的に採用した装置をいち

早く開発した。この“TR5000シリーズ”と、後に6インチ対応装

置として開発した“TR6000シリース ”゙（写真1）はトラブルが少な

く、パーティクルフリーということで、タツモのヒット商品となり600

台以上の販売実績を残すことができた。

4. 搬送ロボット事業への参入

1980年代は、デバイスメーカーの方と一緒に装置を開発するこ

とが一般的で、タツモも積極的に共同開発を行っていた。その

中で特に記憶の残っているのが、F社の依頼で行ったステッパ

ー用プリアライメントユニットの開発だった。この開発は米国の

ステッパーメーカーGCA社のプリアライメントユニットを国産化す

るというもので、スカラ型ロボットとレーザー式アライメントを量産

機で最初に採用したユニットだった。開発時間がほとんどない
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写真1  TR6000シリーズ



中での依頼で、仮眠のため寝袋持参で作業をしたのだが、パ

ーティクルフリーと精度の大幅な向上・確実な搬送を実現し、F

社の全プリアライメントユニットを乗せ変え、さらにGCA社の標

準ユニットとしても採用していただくことができた。このユニット

も数多くの出荷をすることができ、タツモ飛躍のステップとなっ

ていった。当時、ソニーの「ウォークマン」がヒット商品となって

いたのを覚えている。

1985年には、このスカラ型ロボットとレーザー式アライメントを搭

載したスピンコーター“TR8000シリーズ”を発表し販売を開始し

た。この装置は4インチ～8インチのウエハー・マスクを部品変

更しないで全自動で搬送する、当時としては画期的な装置だっ

た。この仕様もデバイスメーカーの方からいただいたのだが、従

来のエアーベアリング搬送・Oリングベルト搬送・メカ式搬送方

式では装置化することができず、新たな搬送方式が必要になっ

た。このとき開発したのが、スカラ型ロボットを搭載した走行軸

を持つロボット搬送システムである。また、どのサイズのウエハ

ー・マスクでも自動認識し位置合わせをする非接触のレーザー

アライメントユニットである。このロボット搬送システムとアライメン

トユニットにより、コンパクトで高速・正確でパーティクルの少な

い、しかも搬送の自由度が大幅に向上した理想の搬送システ

ムを完成することができた。この装置は1986年のSEMICON

Westに出展し、注目をあびたが、時代を先取りしすぎたのか、

ヒット商品にすることはできなかった。翌年のSEMICON West

では、類似したロボット搬送システムが出展されていた。これ以

降、ロボットを使用した搬送システムが目につくようになり始めた。

1986年には半導体業界も急成長を遂げていたが、日本経済も、

バブル時代へと進んでいたのである。

5. ウエハー搬送ロボットの販売

ウエハー搬送も今後はロボットが主流になるとの思いで、1987

年“TR8000シリーズ”で使用したロボット搬送システムを基に、

本格的にロボットの商品開発に乗り出した。

最初に市場に出したのがHTシリーズである。このロボットは、

半導体製造装置の中で人間の手のようにウエハーを搬送する

とのコンセプトで開発した。コンパクトなロボットにすることで、

装置レイアウトの自由度を上げ、使いやすいものにしようとした

のである。ロボットの完成度は高く好評であったが、販売体制

とかメンテナンス体制等の環境整備がうまく進まず、思うよう

に売上を上げることはできなかった。また、ロボットの誤動作

が発生し、なかなか直せず顧客にご迷惑をかけた苦い思い

出もある。

その後CTシリーズを経て、STシリーズ（写真2）を開発した。ウ

エハーサイズの大型化に伴いロボットへの要求も次第に厳しく

なり、HT・CTシリーズの問題点を改善すると同時に制御シス

テムの標準化も計り、汎用性と拡張性を大幅に増したウエハー

搬送ロボットを市場に投入した。このころから、少しずつ引き合

いが増え始め、ロボットが事業として成り立って行き始めた。

このSTシリーズはその後も改良を重ね、850台以上が全世界

に出荷され、当社ロボットのベストセラー機となるとともに、現在

の主力ロボットであるMTRシリーズ、MTSRシリーズ開発の基

礎となった。

6. まとめ

ウエハー搬送ロボットは世代を重ねるごとに、その重要性が増

している。今後もこの傾向は変わらないだけでなく、ウエハー

搬送ロボットメーカーの責任範囲はさらに広がってくると考える。

当社のウエハー搬送ロボットは記述した通り、社内ニーズによ

り生まれた産物である。だからこそ現場のニーズをいち早く掴

むことができ、タイムリーに製品を開発し続けることができたと考

える。今後もこの経験を大切にして“顧客ニーズをどこよりも早

く掴み、製品化する”ことに力を注ぎ、製品を開発していきたい。

そして、顧客の求めるウエハー搬送ロボットメーカーへの期待に

応えていき、これからも半導体製造装置業界の一躍を担い続

けたいと考えている。
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写真2  STシリーズロボット
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